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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に加熱可能なセンサハウジング内に配置される少なくとも一つの赤外線センサ素
子（１６）を備えた赤外線センサにおいて、
　前記センサハウジングは、少なくとも一つのストリップ導体状電気加熱抵抗路（１４）
を備えたセラミック基板を備え、
　前記ストリップ導体状電気加熱抵抗路（１４）は、前記セラミック基板の上面において
前記赤外線センサ素子を取り囲んで設けられ、前記センサハウジングを加熱するように構
成されており、
　前記少なくとも一つのストリップ導体状電気加熱抵抗路（１４）は、前記センサハウジ
ングの幾何学的形状に応じた電気導電率を有する抵抗ペーストから作られていることを特
徴とする、赤外線センサ。
【請求項２】
　前記セラミック基板（１０）は、十分な熱伝導率を備えた電気的に絶縁性のセラミック
材料を備えることを特徴とする、請求項１に記載の赤外線センサ。
【請求項３】
　前記セラミック基板（１０）は、酸化アルミニウムセラミック、窒化アルミニウムセラ
ミック、酸化ベリリウムセラミックを備えることを特徴とする、請求項２に記載の赤外線
センサ。
【請求項４】
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　前記セラミック基板（１０）は、前記センサハウジングの底部を形成することを特徴と
する、請求項１～３のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項５】
　前記電気加熱抵抗路（１４）は、厚膜抵抗路形式で組み込まれることを特徴とする、請
求項１～４のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項６】
　前記セラミック基板（１０）は、スルーホールコンタクト（２２）を備えることを特徴
とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項７】
　前記セラミック基板（１０）は、円形、楕円形、四角形、六角形、八角形のベース表面
を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項８】
　少なくとも一つの温度センサを備え、更に／又は、少なくとも一つの赤外線センサ素子
（１６）が温度センサとして使用可能であることを特徴とする、請求項１～７のいずれか
一項に記載の赤外線センサ。
【請求項９】
　前記電気加熱抵抗路（１４）は、電気導電率の変動を有することを特徴とする、請求項
１～８のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項１０】
　前記電気加熱抵抗路（１４）は、電気導電率の変動を有する抵抗ペーストから作られて
いることを特徴とする、請求項９に記載の赤外線センサ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に従う赤外線センサを備え、内耳の体温を特に測定する
為の赤外線型体温計。
【請求項１２】
　少なくとも一つの電気加熱抵抗路（１４）の電気加熱力を制御する為の制御装置をさら
に備える、請求項１１に従う赤外線型体温計または請求項１～１０のいずれか一項に従う
赤外線センサを備える赤外線型体温計。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記少なくとも一つの電気加熱抵抗路（１４）又は前記少なくとも一
つの温度センサ素子（１６）又は前記少なくとも一つの温度センサの一定パラメータに基
づき、前記赤外線センサの前記温度を決定することを可能にすることを特徴とする、請求
項１２に記載の赤外線型体温計又は赤外線温度センサ。
【発明の詳細な説明】
【発明の内容】
【０００１】
　本発明は、電気的に加熱可能なセンサハウジング内に配置される少なくとも一つの赤外
線センサ素子を備えた赤外線センサと、そのような赤外線センサを備える赤外線型体温計
、特に内耳の体温を計る赤外線型体温計に関する。
【０００２】
　対応する赤外線センサは、たとえばＥＰ　１　０８１　４７５　Ａ２から既知である。
既知の赤外線センサは、断熱形式でセンサハウジング及び／又はセンサハウジングの透熱
ウインドウに接続される一以上の加熱／冷却素子を備えている。加熱／冷却素子は、たと
えば、ＮＴＣ抵抗器またはＰＴＣ抵抗器の形式またはトランジスタ形式の加熱素子、ある
いは、ペルチェ素子形式で達成される加熱冷却素子を備えてもよい。また、これらは、ス
トリップ導体に類似した、上部に金属層が付けられた（ポリイミド膜のような）膜から構
成され、ここで、金属層は例えばアルミニウム、銅、金又はクロムニッケル合金又は銀グ
ラファイトペーストから構成される。センサハウジングと透熱ウインドウは、発生しうる
温度勾配を可能な限り低く維持する為に、高い熱伝導率の材料から構成されており、ハウ
ジングは、例えば、銅から構成され、ウインドウは、シリコーンから構成される。既知の
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赤外線センサは、特に、内耳で体温を計る為に赤外線型体温計の測定先端で使用される。
【０００３】
　本発明は、省スペース型電気加熱装置を備えた建設的に簡単な赤外線センサを開発する
目的に基づく。本発明は、また、そのような赤外線センサを備える赤外線型体温計を作る
ことを意図する。
【０００４】
　本発明によると、この目的は、請求項１に係る赤外線センサと、請求項９に係る赤外線
型体温計とにより達成される。本発明の好ましい実施形態は、それぞれの従属式請求項で
開示されている。
【０００５】
　本発明による赤外線センサにおいて、センサハウジングは、上部に付けられた電気加熱
抵抗路構造を備えたセラミック基板を備える。したがって、電気加熱装置は、実用上、セ
ンサハウジングと一体化され、（従来技術で必要だった）追加の別個の加熱素子は除去さ
れ、複雑な電気的接続処理は、もはや不要になる。センサハウジング内の熱分布は、それ
ぞれの要件に従って実現されるストリップ導体のような加熱抵抗路を一つ以上備えること
が可能な加熱抵抗路構造の適切な構成で最適化し得る。セラミック基板は、センサハウジ
ング内の望ましくない温度勾配が最小限になるように、高い熱伝導率のセラミック材料（
例えば、アルミナ又は酸化ベリリウム又は窒化アルミニウムのセラミック）を備えること
が好ましい。また、セラミック基板は、高い電気絶縁性抵抗を有し、少なくとも一つの加
熱抵抗路が省スペース形式で収容可能である（すなわち、加熱抵抗路は、組み込まれた電
気又は電子部品に密接して拡張可能である。）。名目上のハウジング温度は、達成され、
必要ならば、要求事項に応じて、それぞれの電気加熱電力に制御することにより安定化さ
れる。
【０００６】
　ストリップ導体のような加熱抵抗路構造に加えて、セラミック基板は、また、電気スト
リップ導体とスルーホールコンタクトを備えてもよいが、スルーホールコンタクトは、セ
ンサハウジング内に組み込まれた電気部品又は電子部品用電気接続装置又はコンタクト装
置として機能する。電気加熱抵抗路及び電気ストリップ導体は、薄膜抵抗路形式で実現さ
れるのが好ましく、これらは、従来、セラミック基板に付けられる。電気加熱抵抗路の為
に使用される抵抗ペーストの電気導電率の意図的変動は、それぞれの要求事項に応じて、
センサハウジングの幾何学的形状に加熱抵抗路の電気抵抗器を適合させること、更に、そ
れぞれに必要な加熱力を適切に調整することを可能にする。厚膜ハイブリッドテクノロジ
ーは、また、必要なスルーホールコンタクトを、例えば、ＴＯハウジングテクノロジーで
使用されている従来のガラス密封またはつや出しの場合より著しく小さく実現することを
可能にする。したがって、かなり多数の電気接続を、空間的要求事項が同一のままで、外
側に導くことが可能である。また、つや出しは、ＴＯハウジング内側の空間を制限し、加
熱装置は、空間的理由のため、この場合、一体化することは難しい。本発明の厚膜加熱抵
抗路構造は、対照的に、センサハウジングの適切なセラミック領域に簡単に付けられ、そ
のため、問題を引き起こさない形式でセンサハウジングに一体化される例外的な省スペー
スの効率的な電気加熱装置を示す。
【０００７】
　本発明の赤外線センサは、赤外線型体温計に使用されることに特に適している。例えば
、内耳で体温を計る為に従来の赤外線型体温計の測定先端部に組み込まれてもよい。この
場合、赤外線センサは、測定先端の前端に直接配置され、赤外線センサを加熱することに
より、この前端を所望の温度まで引き上げる。同様に調節された測定先端は、使用者の聴
覚管に挿入されるとき、この場所における熱的平衡は、特に妨害されず、測定エラーは主
として妨げられる。測定先端は、従来の形状または従来の設計であってもよく、特に曲げ
やすく実現される。
【０００８】
　上部に付けられる加熱抵抗路構造を備えたセラミック基板は、センサハウジングのハウ
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ジング底部という形式で実現されるのが好ましく、測定された赤外線放射線を電気出力信
号に変換する為に少なくとも一つの赤外線センサ素子（例えば、熱電対列センサ）、更に
、他の電気部品及び電子部品は上記ハウジング底部に配置される。これらの部品及び電気
加熱抵抗路用電気ストリップ導体は、ハウジング底部の底側部と、頂部側部で実現されて
もよいが、頂部側部と底部側部との間の電気的接続は、ハウジング底部内のスルーホール
コンタクトを用いて実現される。個々の抵抗路の幾何学的形状は、ハウジング底部の底部
側部と頂部側部の幾何学的形状に最適に適合される。また、ハウジング底部は、金属合金
の変わりにセラミック基板を利用することにより、例えば、従来のＴＯハウジング底部よ
り著しく薄く実現可能である。
【０００９】
　ＴＯハウジングテクノロジーと比較すると、ハウジング及びカバー内に囲まれる部品の
組み込み中、パネル形式のセラミック基板のコスト効率が良い処理セラミック基板を許容
することから、セラミック基板は、非常に対称的なベース面（例えば、円形、楕円形、四
角形、六角形、又は、八角形ベース面）を有することが好ましい。しかし、セラミック基
板は、それぞれの要求事項に依存して他の形状を有してもよい。
【００１０】
　要求事項に従って加熱抵抗路の電気加熱力を制御し、正確にハウジング温度を調節する
為に、本発明の赤外線センサ又はそのような赤外線センサを備える本発明の赤外線型体温
計は、また、適切な制御装置を備える。この制御装置は、例えば、少なくとも一つの電気
加熱抵抗路又は少なくとも一つの赤外線センサ素子に基づき、赤外線センサの温度を決定
することを可能にする。必要であれば、赤外線センサの温度は、また、少なくとも一つの
別個の温度センサの測定信号から決定可能である。制御装置は、加熱処理の為に、更に、
温度を一定に維持する為に、電気エネルギの、それぞれの必要な供給を制御または調節す
る。調整可能な名目上の温度数値は、この目的の為に予め設定可能である。制御装置と、
少なくとも一つの電気加熱抵抗路は、電気エネルギ源（例えば、バッテリ）に接続可能で
ある。
【００１１】
　しかし、セラミックハウジングを、所望の温度までハウジングを加熱する為に上部に付
けられた加熱抵抗路構造と共に利用するという本発明のアイデアは、本願の特定分野だけ
に限定されるものではなく、同様に、ハウジング内に囲まれ調整される一連の電気部品ま
たは電子部品との関係で利用可能である。
【００１２】
　この態様において、注目に値する一実施例は、前述したＴＯハウジングであるが、従来
技術では、例えばＣＯＶＥＲ（１８％のコバルト、２８％のニッケル、５４％の鉄）が底
部材料として使用される。これらの底部材料は、単に、比較的に低い熱伝導率を有するだ
けなので、おそらく、必要な加熱処理だけが比較的に遅く不均一に行われるだけである。
電気加熱および底部材料として上部に付けられるストリップ導体基板を備えた適切なセラ
ミック基板の利用は、対照的に、注目に値する高速熱処理を許容するだけでなく、ハウジ
ング内で、より均一な温度分布を導く。加熱装置は、実用上、例外的な省スペース的にハ
ウジング内に一体化されるので、ＴＯハウジングを備えた場合のような適切な方法により
接触される別個の加熱素子を提供する必要は最早なくなる。
【００１３】
　本発明の他の特徴および利点は、（個別的および／または組合せにより）対応する請求
項から生じるだけでなく、対応する図面との組合せで本発明の好適な一実施形態の以下の
説明からも生じるが、対応する図面において、同一要素は同一記号により識別されている
。
【００１４】
 
ハウジング底部１０は、十分な熱伝導率を備えた電気的絶縁性セラミック基板から構成さ
れる。セラミック基板は、例えば、酸化アルミニウム、酸化ベリリウムのセラミックまた
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は窒化アルミニウムのセラミック等から構成される。
【００１５】
　ハウジング底部１０は、パネル及びそれからの簡単な分離形式の安価な製造が保証され
るように八角形ベース表面を有している。必要に応じて、ハウジング底部は、（意図され
た用途によるが）他の形状を有してもよく、特に、円形、楕円形、四角形、六角形のベー
ス表面が前述した理由の為に実用的用途で使用される。
【００１６】
　ハウジング底部１０の上側１０ａには、透熱ウインドウを備えた、指定された、対応さ
れた形状のハウジングカバー（図示せず）として、周辺の、環状ストリップ導体１２ａが
備えられている。ハウジング底部１０と対応するハウジングカバーとの間の接続は、例え
ば、接着により実現されてもよい。高い熱伝導率を備えた特別な接着剤は、熱伝達を最適
化する為に使用可能である。
【００１７】
　僅かに小さい、同心状に配置された環状加熱抵抗路１４は、接触ストリップ１２ａから
間隔をあけて配置されている。この加熱抵抗路は、（図示されていない）制御装置に接続
され、制御装置は、必要に応じて、加熱抵抗路１４の電気加熱力を制御できる。それぞれ
に必要な電気加熱力は、この場合、（図示されていない）電気バッテリにより供給される
。
【００１８】
　加熱抵抗路１４は、ハウジング底部１０の中央部に配置される赤外線センサ１６（好ま
しくは、熱電対列）と、ワイヤボンド接続部２０により互いに接続される電子回路１８と
幾つかのプリントストリップ導体１２を備える他の電気素子とを取り囲む。さらに、幾つ
かのスルーホールコンタクト２２は、図２に例示されるハウジング底部１０の底側１０ｂ
との真空密着電気接続として備えられている。
【００１９】
　熱電対列センサ１６は、（図示されていない）測定用電子機器に接続され、その電子信
号を獲得及び評価する。測定用電子機器は、また、好ましくは加熱抵抗路１４から構成さ
れる他の温度センサの信号も評価する。評価された温度信号は、（図示されていない）デ
ィスプレイ装置で、測定温度形式で表示可能である。
【００２０】
　図２に示されたハウジング底部１０の底側１０ｂは、また、対応する数のスルーホール
コンタクト２２を備え、スルーホールコンタクト２２は、指定されたプリントストリップ
導体１２に接続されている。これらのストリップ導体は、接続パッド２４の形式で局所的
に実現されている。これらの接続パッドは、指定された回路基板に、ハンダや結合等の従
来の技術により、接続可能である。
【００２１】
　電子加熱抵抗路１４と電子ストリップ導体１２は、プリント薄膜構造の形式で実現され
、電子ストリップ導体１２又は電子接続部は、対応するように低抵抗の薄膜ペーストから
構成され、電子加熱抵抗路１４は、高抵抗の厚膜ペーストから構成される。本発明に従う
赤外線センサの一つの好ましい実施形態において、ストリップ形状加熱抵抗路１４は、ハ
ウジング底部の上側１０ａに配置されず、むしろ、ハウジング底部の底側１０ｂに配置さ
れる。しかし、加熱抵抗路又はストリップ導体１４，１２を、ハウジング底部１０の上側
１０ａと底側１０ｂに付けることも可能である。
【００２２】
　上部に配置された電気又は電子部品と共に示されたハウジング底部１０は、対応する（
図示しない）ハウジングカバーと共に赤外線センサ（例えば、内耳の体温を測定する為に
赤外線型体温計の測定先端に組み込まれる赤外線センサ）を形成する。ハウジング底部は
、センサハウジングの内側から外側に向かう電気信号の為の真空密着型リードスルーとし
て機能する。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】図１は、本発明に従うセンサハウジングの例示的ハウジング底部の平面図である
。
【図２】図２は、図１のハウジング底部の底面図である。
【符号の説明】
【００２４】
１０…セラミック基板、１０ａ…上側、１０ｂ…底側、１２…電気ストリップ導体、１２
ａ…接触ストリップ、１４…電気加熱抵抗路、１６…赤外線センサ素子、１８…電子回路
、２０…結合接続部、２２…スルーホールコンタクト

【図１】

【図２】
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